Abbildung 139: Bestiickungsautomat INOPLACER HP.



Servicezentrum Elektronik

Servicezentrum Elektronik (ZE)

Leistungsangebot der
Elektronikfertigung

Die Gruppe ZE stellt Standardverfahren fiir die Er-
stellung und Priifung von elektronischen Baugruppen
und Geriten bereit, mit deren Hilfe Kundenauftrige
bearbeitet werden. Der Zustand dieser Standardverfah-
ren orientiert sich am allgemeinen technischen Stan-
dard sowie an den Kundenanforderungen. Das Angebot
umfasst:

— die Geritekonstruktion: Konstruktion des Gerite-
aufbaus nach vorgegebener Schaltung und mecha-
nischen Vorgaben,

— die Leiterplattenkonstruktion nach vorgegebener
Schaltung,

— die zentrale Beschaffung von Leiterplatten in ver-
schiedenen Materialien,

— die Beschaffung aller erforderlichen Bauelemente,

— die Bestiickung von konventionellen und SMD-
Baugruppen,

— das Bonden in Alu-Diinndrahttechnik mit Vollauto-
mat, 8 x6 Zoll Arbeitsbereich,

— Geriteaufbau und -verdrahtung, Herstellung von
Kabeln,

— die Baugruppenpriifung sowie den Geriteabgleich
und die Geritepriifung nach Vorgabe,

— die Dokumentation (Schaltplan, Layout, mechani-
sche Zeichnungen, Stiicklisten, Video-Bilder),

— die Reparatur von Baugruppen und Geréten.

Die zugehorige technische Ausstattung umfasst:

— Mechanikkonstruktion mit Autosketch R7, das mit
AutoCAD kompatibel ist,

— Leiterplattenkonstruktion mit EAGLE Version 4.08,

— Bestiickung von SMD-Baugruppen mit hochwerti-
gen Geriten, wie:

Priaziser Schablonendruck der reinigungsfreien
Lotpaste mit Hilfe eines Video-Korrektursystems,

Bestiickung der Bauelemente mit Hilfe eines Halb-
automaten bis Pitch (Anschlussraster) 0.4 mm,
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Abbildung 140: BGA mit ERSA Inspektionssystem.
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Abbildung 141: Bestiickungskopf.

- Vollautomatische Bestiickung mit Video-Korrek- - ESD-Absicherung der Fertigungszelle,
tursystem, insbesondere fiir die Bauformen BGA
(,.Ball Grid Array“), uBGA, CSP (,,Chip Scale — Bearbeitung von Aluminiumplatten und Gehéuse-
Package*) (Abb. 139), teilen mit Hilfe eines Fris- und Graviersystems,
o . . — Bondautomat Delvotec 6400 mit Bondkontrolle und
- Léten in der Dampfphase, das hei3t minimale ther- Pulltester,
mische Belastung der Baugruppe (maximal 230°C,
auch fiir bleifreie Lote) unter Sauerstoffabschluss, =~ — Bildanalysestation fiir 50- bis 500-fache Vergrofe-
das heifit keine Oxydation, rung,

— Moglichkeit der Erstellung von Priifprogrammen

- optischer Inspektionsplatz fiir BGA- und CSP- e
Bauformen von ERSA (Abb. 140). mit Hilfe von LABVIEW und VISUAL BASIC,

— Moglichkeit der Kontaktierung von Baugruppen mit
- SMD-Reparaturplatz, Hilfe eines ,,Universal Nadelbett-Testadapters®.
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SMD-Bestiickungsautomat
Inoplacer HP

Durch eine fortschreitende Miniaturisierung und Ver-
arbeitung von Bauteilen mit verdeckten Anschliissen
(BGA, uBGA, CSP) ist eine genaueste Platzierung der
Bauelemente nur durch ein hochgenaues vollautoma-
tisches Bestiickungssystem zu ereichen. Der Inoplacer
HP von Heeb-Inotec (Abb. 139) zeichnet sich durch
eine hohe Bestiickgenauigkeit, einfache Programmie-
rung und Flexibilitit aus. Die Kombination von beriih-
rungsloser Laser- und Visionzentrierung ermoglicht ein
wirtschaftliches Bestiicken eines sehr grof3en Bauteile-
spektrums. Chip, SO und PLCC-Bauteile werden be-
riihrungslos durch eine im Bestiickungskopfintegrierte
Laserzentrierung zentriert (Abb. 141). Uber das Visi-
onsystem werden QFPs, Fine-Pitch, BGA und pnBGA-
Bauteile zentriert. Einzelne Balls, Reihen von Balls

und Ball-Durchmesser von BGA konnen gepriift wer-
den.

Bauteilzufiihrungen fiir Standardgurte sind als Einzel-
,,Feeder mit einem CAN-Bus ausgestattet und gelten
somit als intelligentes Feeder-Management. So kann
genau erkannt werden, welche Feeder — und damit wel-
che Bauteile — sich auf der Maschine an welcher Po-
sition befinden und wie viele Komponenten noch zur
Verfiigung stehen. Fiir Zufiihrung von Bauteilen, die
auf ,,Grid-Trays* (Tablett) geliefert werden, steht ein
automatisches 10-fach Wechselsystem zur Verfiigung.

Automatische Referenzmarken- und Schlechtnutzener-
kennung sind ebenso vorhanden wie Lotpasten- und
Kleberdosierung. Einfache und schnelle Programmie-
rung direkt an der Maschine oder Konvertierung der Be-
stiickdaten aus gingigen CAD-Programmen zeichnen
dieses System mit kurzen Riistzeiten aus.
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